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HOCHPRAZISIONS-MIKRO-
FERTIGUNG MIT KOMBINIERTER
FRAS-/ LASERBEARBEITUNG

Am Fraunhofer IPK steht zur Fertigung
kleinster Bauteile, wie Pragewerkzeuge
oder Formeinsatze fur den Kunststoff-
spritzguss, ein hochdynamisches Bear-
beitungszentrum zur Verfligung. Das
5-Achs-Bearbeitungszentrum kombiniert
die Fertigungsverfahren Mikrofrasen mit
Hartmetallwerkzeugen und Lasermate-
rialabtrag in einer Maschine. Eingesetzt
werden Fraswerkzeuge mit einem Durch-
messer ab 0,1 mm und gepulste Laser-
strahlung mit einem Fokusdurchmesser von
einigen Mikrometern. Die Ausbildung von
Schmelze wird bei der Laserbearbeitung
durch die extrem kurzen Pulse auf ein Mi-
nimum reduziert. Dadurch kénnen kleinste
Kavitaten hoher geometrischer Komplexitat
mit hoher Genauigkeit gefertigt werden.
Die Werkstlicke werden zunachst spanend
bearbeitet und anschlieBend mit dem Laser
nachbearbeitet. Dazu wird die Geometrie
des Werkstlicks nach der spanenden Bear-
beitung mit einem optischen Sensor erfasst,

so dass die Lasernachbearbeitung auf Basis
der tatsachlichen Werkstlickgeometrie
durchgefliihrt werden kann. Als Vorteile
gegenuber der etablierten Prozesskette,
welche das Mikrofrasen hauptsachlich zur
Elektrodenherstellung fur die Funken-
erosion nutzt, sind zu nennen:

I Eine direkte Herstellung komplexer
Kavitdten in schwer zerspanbaren Mate-
rialien und Verzicht auf die Herstellung
der Elektroden fur die Funkenerosion,

I Eine deutliche Verklirzung der Bear
beitungszeit im Vergleich zu einer
Fertigung ausschlieBlich mittels
Lasermaterialabtrag,

I Die Uberwindung der geometrischen
Restriktionen des Mikrofrasens resultie-
rend aus der Geometrie des Fras-
werkzeugs durch Einsatz des Lasers,

I eine prozessintegrierte Qualitatssicherung
durch ein integriertes hochauflésendes
Messsystem.



500 um € 500 pm

©Fh-IPK -100 pm

Basis fur die Entwicklung anwendungs-
spezifischer Mikrofertigungstechnologien
ist eine enge Zusammenarbeit mit Indus-
triepartnern. Fir Interessenten wird eine
Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IPK
im Rahmen der nachfolgenden Tatigkeits-
schwerpunkte angeboten:

I Entwicklung und Erprobung von
anwendungsspezifischen Strategien zur
kombinierten Fras-/ Laserbearbeitung,

I Entwicklung und Erprobung von
Strategien zur prozess- und maschinen-
integrierten Werkstlickgeometrie-
erfassung,

I Maschinen- und Prozessféhigkeits-
analysen bezuglich Erweiterbarkeit um
Laserbearbeitung und Geometrie-
erfassung,

I Herstellung von Musterbauteilen,
Prototypen und Kleinserien sowie

I Entwicklung von Bearbeitungs-
technologien fir neue Werkstoffe und
komplexe Mikrostrukturen.

Die schnelle und umfassende Problem-
analyse und Losungsfindung bietet Ihnen
die Maglichkeit, die time-to-market
entscheidend zu verkUrzen. Die enge
VerknUpfung von Grundlagen- und
Anwendungsforschung, die wir bei unseren
Leistungen auf den Gebieten Hoch-
prazisionszerspanung mit Mikrofraswerk-
zeugen aus Hartmetall und Lasermaterial-
abtrag gewabhrleisten, sichert Ihnen einen
Innovationsvorsprung und damit kiinftige
Wettbewerbsvorteile.

2 REM-Aufnahmen nach Frés-
beabeitung (rechts) / REM-Aufnahmen
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kombinierten Frés-/ Laserbearbeitung

Version: PS-25-10-V02



